2015.12.17. ETT vizsga
kérdések:

Nagyfeladatok:

1. Chip+wire technikak 6sszehasonlitasa, ultrahangos kifejtése rajzzal egyiitt
2. Egyoldalas NYHL készités Iépései pozitiv és negativ fotoreziszt esetén rajzzal

AZ EGYOLDALAS NYOMTATOTT HUZA-
LOZASU LEMEZEK TECHNOLOGIAJA

Technoldgiai Iépések pozitiv fotoreziszt-maszk esetén

Alapanyag: rézféliaval boritott szigetel& lemez
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1. Fotoreziszt eléhivasa (megvilagitas és leoldas) 2. Maratas (alamarodas)
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3. Fotoreziszt eltavolitasa 4. Forrasztasgatlé maszk felvitele
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AZ EGYOLDALAS NYOMTATOTT HUZA-
LOZASU LEMEZEK TECHNOLOGIAJA

Technoldgiai Iépések negativ fotoreziszt-maszk esetén

Rézfdliaval boritott szigetel6 lemez 1. Fotoreziszt eléhivasa
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2. Pozitiv fémmaszk (Sn) galvanizalasa 3. Fotoreziszt eltavolitasa
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4. Maratas 5. Forrasztasgatld maszk felvitele
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3. Megbizhatésagi fliggvények, MTTM, meg minden hasonlé szarsag



4.
Kisfeladatok:

1. Ragasztofelviteli eszkdzok(fel volt rajzolva mindharom és meg kellett nevezni 6ket), milyen
technoldgiaknal hasznalnad
2. Diffuziét leir6 egyenletek
3. HTTC keramiak tulajdonsagai
4. Vakuumparologtatasnal 3 fizikai folyamat ami végbemegy
MO.: 1. Parolgas, 2. Anyagaramlas, 3. Kondenzacio (lecsapddas)
5. Rajzolatkialakitas rétegfelvitel kbzben és felvitel utan(erre kellett egy-egy konkrét
technolégiat mondani), elény, hatrany
MO: 3-01 18/27
6. HUtébordak szerepe, anyaga és tulajdonsagaik
7. Emulziés szitamaszkok 6sszehasonlitasa
8. Feladdiitiv NYHL technologia lépései + rajz
9. Min&ségellendrzési cuccok felsorolasa (AOI,AXI és tarsai)
10.High-k, low-k. Mit jelent? Mire lehet ket hasznalni?

2015.12.21. ETT vizsga - A csoport
1. Vakuumszivattyl bemutatasa, lerajzolasa, mukodési elve stb
2. Két oldalas NYAK gyartasanak menete (+abrakat lerajzolni)
3. Megbizhatésagi mutatok (MTTF, siriiségfv, elolaszlasfv, hibarata)
Kiskérdések:
1. Kett6s hulldam - lommentes héprofil
Si szelet mechanikai rogzités forraszok és tulajdonsagaik (3 db)
Si egykristaly novesztésének 4 lépése
Rajzolatkialakitas rétegfelvitel kbzben és felvitel utan(erre kellett egy-egy konkrét
technolégiat mondani), elény, hatrany
Vakuumparologtatasnal 3 fizikai folyamat ami végbemegy
Emulziés szitamaszkok dsszehasonlitésa
Polimer vastagréteg alkalmazasi teriletei
NYHL fellileti bevonat def, 3 anyag és folyamat (?77?)
Erintésvédelem fogalma, tipusa (3 osztaly)
O Min&ség és megbizhatdsag fogalma
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